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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ELECTRIC TRIGGER ELEMENTS FOR PYROTECHNIC ARTICLES 

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRISCHEN AUSLOSEELEMENTEN FUR 
PYROTECHNISCHE GEGENSTANDE 

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing electric trigger elements for pyrotechnic articles, such as fuses or 
igniters, in which in a first stage a) a coating is applied by photolithography to an electrically non-conductive substrate, b) a 
conductive material having a specific resistance of 0.1 f2*mm to 5.0 f2*mm is applied to the coating and substrate by means of a 
PVD process in a layer thickness of 0.02 |im to 8.0 (im, and c) the coating is removed from the substrate, and optionally in a second 
stage d) a photolithographic process is again carried out, in which a precisely defined area of the resistor strip is covered with 
photoresist, e) the entire substrate surface is coated with a layer of a metal having a specific resistance of 0.01 f2*mm to 0.1 f2*mm 
in a thickness of 0.1 (im to 20 (im, wherein the application of the metal is such that no metal adheres in areas which comprise 
substrate that is bare from the first photolithography process, and f) the coating from the second photolithography process is again 
removed. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von elektrischen Ausloseelementen fiir 
pyrotechnische Gegenstande wie Ziinder oder Anziinder, bei dem in einer ersten Stufe a) photolithografisch ein Lack auf ein nicht 
elektrisch leitfihiges Substrat aufgebracht, b) mittels eines PVD-Prozesses ein leitfahiges Material in einer Schichtdicke von 0,02 
|im bis 8,0 |im und mit einem spezifischen Widerstand von 0,1 f2*mm bis 5,0 f2*mm auf Lack und Substrat aufgebracht und c) der 
Lack vom Substrat abgelost wird sowie gegebenenfalls in einer zweiten Stufe d) erneut ein photolithografischer Prozess 
durchgefuhrt wird, bei dem ein genau defmierter Bereich des Widerstandsstreifens mit Photolack abgedeckt, e) die gesamte 
Substratoberflache mit einer 0,1 |im bis 20 (im dicken Schicht eines Metalls mit einem spezifischen Widerstand von 0,01 f2*mm bis 
0,1 f2*mm iiberzogen wird, wobei die Aufbringung des Metalls so gestaltet wird, dass in Bereichen die vom ersten 
Photolithographieprozess blankes Substrat aufweisen, kein Metall haftet und f) der Lack vom zweiten Photolithografieprozess 
wieder abgelost wird. 


